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M4todo do d–BpóSii6n  on un soporte (7) de por lontertos. 

un c 

:r:’::ntcompr
 

r! ) 

� de sus caras, y al mezos un aegrnnto (3, :3) .. pista 

5 conductora conectada a dich__al menos contac.to elctrico 

(5, 51), caracterizado por ó he e ue cotprende las 

� .. \etapas siguientes: . .. . S. 

de (3, 31) de pista 

conductor ??te?-Iend-un contorno predeterminado, 

� .10 recogida (3, 3’) de p.ita 

� � � 
�� �. 4 cor un �disositivo de colocaci&i (6). cad 

� segtrtento teniend.o una parte. situa.da en rent de o 

� � � 

aplicada contra un contacto (, 5’) del chi 

Z.cc’lo.cación  de dicho .conjunto electr6nigJrnantenido por 

15 dicho d–SO5tr’VO de �colocaci6n (6) on una poic16n 

� �. 

detØrrninad.a � n especto a dicho soporte (7) 

trodci6n de dicho co junto electrnico ten) soporte. 

20 2. Mtodo segfin la reivindicaci6n i, caracterizado pa.: �. 

c.e dicha intoducc46n do dicho cojunt electrnico 

n

 

dicho soporte ee conjurito 
� 

electr6nco on el soporte (7) qüe experinterita 

entonces un cierto desplazamiento dentateia.. 

S2$3.  
MØtodo segn la reivindica.cin 1, caracterizado P, 

quo la recogida do dich al menos u segmento (3, 

241 or dicho dispositivo de’, 6olocaci6n (6) 

� � � 
� \dst.inta de la recogida de dicho chip. (4) este 

osittvedeclocaci6n este iUtimo ntelnienodiche A 

cli p (4) on una posicl ri ada con respºcto a dicho al ntenos. 

� � un segmento (3, 31) por medios de retencin hasta dicha 

in.troducciâxi de dicho  conjunto an dicho soporte (7). 

� 35 A. MØtodo segiln uzia de las reivindicaciones 1 a 3, 

caracterizadopor
 

que on e.1 enAe 
S 

� recogida, dicho al menos un seg Onto (3, 3’) es recogido 
� 

prirnero y a .continuación dicho chip (4), la cara del chip (4) 

� 
. comportando d.. o al menos wi contacto (5,. 5’):eKt a:n2 5 

� 40 dirigida aca dispos.vo de coloc.ci&i (6) de manera quo 

dicha parte do cada segmento (3, 31) ftete 

de un contacto (5, 51). . S 

- . S 

� . 



5. MØtodo segin una de las- reivindicaciones 1 a 3, fVA 

caracterizado por e o de que la conexiôn eictrica eritre I.4A0 
dicho al merios un contacto (51 51) del chip (4) y dicho al 

5 merios Un. segmento (3. 3’) es asegurada par la etapa de 

introducción  do dicho conjunto electr6nico en el soporte (7). 

6. Mtodo segün una  do las reivindicaciones 1 a 3, 

caracterizado pa a de eun ?eraci6r1 de soldadura,/’7Łj-) 

10 de dicho segmento (3, 31) so a al menos un contacto 

(5, 5’) del chip (4) es efectuada par el dispositivo do 
/ 

colocación j3,,7 esequipa con medios do soldadura. 

7. Mtodo segth-i una de las reivindicaciones 1 a 3, 

15 caracterizado pare e e que una operaci6n do soldadura 

de dicho al menos egmento (3, 3 sabre dicho al menos un 

contacto (5, 51) del chip (4) es efectuada con ayuda de un 

dispositivo de soldadura separado del dispositivo de 

colocaci6n (6) ya sea antes de la etapa do recogida do dicho 

20 conjunto electr6nico por dicho dispositivo do colocación (6), 

ya sea despus de la etapa de introducci6n do dicho conjunto 

electr6nico en el soporte (7). 

8. MØtodo segün una de las reivindicaciones 1 a 3, 

25 caracterizado par elque incluye una etapa de 

deposici6n do pegamento conductor sabre los coritactos (5, 51) 

del chip (4) antes de la recogida do dicho chip (4) par el 

.dispositivo de colocación (6). 

30 9. MØtodo segün una de las reivindicaciones 1 a 3, 

caracterizado por 
tEii? 

que incluye una etapa do 

deposici6n do pegamento conductor sabre dicha parto do cada 

segmento (3, 31) destinada a ser aplicada contra un contacto 

(5, 5’) del chip (4) . S 

35 

10. MØtodo segün la reivindic don 1, caracterizado Por31’/c7 

h?dquo dichoos un segmento (3, 31) define una 

ant ena. 

40 11. MØtodo segün la reivindicaci6n 10, caracterizado pa 

que dicha antena es formada ya sea par dos segmentos 

(3, 31) conectados respectivamente a doe contactos (5, 51) do 



dicho chip (4),<sea por =un=bucle uyas dos partes son 

conectadas respectivamente a dos contactos (5, 5’) do dicho 

chip (4) 

12. Mtodo segün la reivindicaci6n 1, caracterizado por 
IK 

h cho quo dicha parte do dicho al memos un segmento (3, 

3 destinada a ser conectada a un contacto (5, 5’) del chip 

(4) forma una primera extremidad del segmento, su segunda 

extremidad ser coriectada a una pista 

conductora dispuesta sobre dicho soporto (7). 

VV 
13. MØtodo segün la reivindicaci6n 1, caracterizado porJ,4 

hoc o que dicho al memos un segmento (3, 3’) de pista es 

re ortado en una hoja (2) do material conductor. 

15 

14. MØtodo següri la reivindicaci6n 1, caracterizado 
porfiz

 

hVenZido 

.’que al menos un segmento aislante (20, 201) es 

o  a partir do una pelicula aislante y es luego 

aplicado contra dicho al memos un segmento (3, 31) de pista, 

20 cada segmento aislante (20, 201) formando una zona aislante 

(13, 131) sobre el segmento de pista (3, 31) al cuares=tA? 

Jça 

15. MØtodo segün la reivindicaciôm 1, caracterizado por 

25 e quo al menos un segmento de pista conductora 

Pd,MPlementario (311) es igualmente recogido y depositado 

sobre dicho soporte (7) por dicho dispositivo de colocación 

(6), este segmento complementarlo (311) formando una conexi6n 

elØctrica entre una prirnera pista (211) y una segunda pista 

30 (2111) dispuestas sobre dicho soporte (7). 

16. MØtodo segtn la reivindicación 15, caracterizado orJ 

N 4J dicho segmento complementario 

’) (3 pase por encima do un conjunto de pistas (21), un 

f) segmento aislante (20, 20’)ndaispuesto entre este 

com:junto do pistas (21) y dicho segmento complementarlo 

(3’’). 

17. MØtodo segün la reivindicación 16, caracterizado por , 
jfi?7 

40 h quo dicho segmento aislante (20, 201) asociado a 

dicho - mento complementarlo (3’’) es igualmente recogido y 

depositado por dicho dispositivo de colocación (6). 



rfi 
18.. Mtodo segi5.n la reivindieaci6n 1, caracterizado por’(g 

he e que dicho conj unto electrôriico es introducido 

dicho sop rte (7) de manera que la superficie del chip (4) 

5 que ileva los contactos (5, 5’) af lore sensiblemente a la 

superf–cie del soporte (7), y por el hecho de que dicho al 

menos un segmento (3, 31) sea aplicado ontra est superficie 
(7 

10 19. MØtodo segün la reivind–cación 18, caracterizado po4 / 
que, a continuaciôn de dicha 

introduqe?,

 

cción de d o 

’ conjunto electrónico en dicho soporte (7), se provee una 

cioe una hoja aislante (9) do proteccio sobre to 

o 

parte de dicha superficie del soporte (7). 

20. MØtodo segün l& reivindicaciôn 13, caracterizado por5T" 

11?e? 
que la hoja (2) de material conductor incluye una 

pelcula aislante (12, 121) aplicada contra su cara inferior. 

20 21. MØtoclo segün la reivindicación 20, caracterizado por 

h que al menos un segmento (3, 31) es obtenido a 

artir de dicha ho e manera port2una zona 

17 
Cf 

aislante (13, 13’)arte central de su cara inferior 

destinada a ser aplicada contra el soporte (7), las 

25 extremidades de este segmento (3, 
3Edoiibre 

de la 

zona aislante (13, 131). 

22. MØtod n la reivindicaciôn 20 6 21, caracterizado 

POTi???---qjue 
la pelicula (12, 12’) aislante es 

30 recu ierta do un pegamento. 

23. MØtodo segün la reivindicación 22 caracterizado porZi 

e quo en el momento do la colocación del conj unto 

so re  soporte ,/eldispositivodecolocaci6n (6) 

35 recalienta dicho al menos un segmeijo (3, 3’) en los puntos 

(14, 141) situados en frente de la zona aislante (13, 13’) 

generando una activación del pegamento y el manteriimiento del 

segmento (3, 31) sobre el soporte (7). 

40 24. MØtodo segün la reivindicación 1, caracterizado porel 

h e cornprende una etapa prelirninar do formación, en el 
- 

- . 
:--



soporte (7), de una cavidad destinada a servir de alojamiento 

(15) al chip (4) del corijunto electr6nico. 

25. MØtodo segün la reivindicaci6n 24 en el cuallas 

5 dimensiones del alojamiento (15) equivalen a aquellas del 
Cl 

c ip4) y la profundidad de dicho alojamiento (15) 

corresporide sensiblemente al espesor del chip (4), 

caracterizado por el hecho de que incluye una etapa de 

reblandecimiento del soporte (7) a nivel de dicho alojamiento 

10 (15) anterior al hundimiento del chip (4) en el alojamiento 

(15) de manera que la cara de dicho chip (4) que lieva los 

segmentos (3, 31) afloren sensiblemente a la superficie del 

soporte. 

15 26. Mtodo segün la reivindicaci6n 24 en el cuals 

çIinterisiones de1 alpj&iptQ (15) son superiores a aquellas 

del chip (4) y la profundidad de dicho alojamiento (15) 

corresponde sensiblemente al espesor del chip (4), 

caracterizado por el hecho de que incluye una etapa de 

20 deposici6n de una sustancia adhesiva (16) en el alojamiento 

(15) anterior a la introducci6n del chip (4) en dicho soporte 

de manera que el espacio libre que rodea el chip (4) colocado 

en el alojamiento (15) es rellenado por el retroceso de dicha 

sustancia adhesiva y por el hecho de que la cara de dicho 

25 chip (4) que ileva los segmentos (3, 31) aflora sensiblemente 

a la superficie del soporte (7). 

30 

35 

27. MØtodo segün la reivindicaciOn 24 en el cual las 

alojamiento (15) son superiores a aquellas 

del chip (4) y la profundidad de dicho alojamiento (15) es 

inferior al espesor del chip (4), caracterizado por el hecho 

do que incluye una etapa de reblandecimiento del soporte (7) 

a nivel de dicho alojamiento (15) antes y/o durante el 

hundimiento del chip (4) en el alojamiento (15) de manera que 

la cara do dicho chip (4) que ileva los segmentos (3, 3’) 

af lore sensiblemente a la superficie del soporte (7), el 

espacio que rodea el chip (4) colocado en el alojamiento (15) 

estando al menos parcialmente rellenado por un retroceso (17) 

de materia del soporte (7). 

40 

28. MØtodo segün la reivindicaci6n 27, caracterizado POT el 

hecho de que una sustancia adhesiva (16) es depositada en e1 



10 

15 

FA 

alojamiento (15) antes del hundimiento del chip (4) de manera 

que dicha sustancia (16) complete el relleno del espacio que 

rodea el chip (4) colocado en el alojamiento (15). 

29. MØtodo següri la reivindicación 1, caracterizado por el 

hecho de que comprende las etapas preliminares 

constituci6n de un soporte (7) formado por la superposición 

de por lo menos dos capas (71, 711) una sobre la otra, y de 

formacic3n de una ventana (18) en la capa Superior (71)., la 

capa inferior (711) cerrando la e inferior de la ventana 

(18), dicha ventana (18) efiriiendo un alojamiento destiriado 4 
a recibir el chip (4) del conj n o electrónicO. 

30. MØtodo segtn la reivindicación 29 en el cu las 

dimensiones de la ventana (18) son equivalentes a aquellas 

del chip (4) y el espesor de la capa superior (7’) del 

soporte (7) corresponde sensiblemente al espesor del chip 

(4), caracterizado por el hecho de que incluye una etapa de 

reblandecimiento del soporte (7) a fivel de dicha ventana 

(18) antes y/o durante el hundimiento del chip (4) on la 

ventana (18) de manera que la cara de dicho chip (4) que 

1].eva los segmentos (3, 31) aflore sensiblemente a la 

superficie del soporte (7). 

25 31. MØtodo segün la reivindicación 29 en el cual las 

dimensiones de la ventana (18) son superiores a acjuellas del 

chip (4) y el espesor de la capa superior (7’) del soporte 

(7) corresponde sensiblemente al espesor del chip (4), 

caracterizado por el hecho de que incluye una etapa de 

30 deposic–ón de una sustancia adhesiva (16) en el alojamiento 

formado por la ventana (18) anterior a la introducci6n del 

chip (4) en dicho soporte (7) de manera que el espacio libre 

que rodea el chip (4) colocado en la ventana (18) sea 

rellenado por el retroceso (17) de dicha sustancia adhesiva 

35 (16) y que la cara de dicho chip (4) quo lieva los segmentos 

(3, 31) aflora sensiblemente a la superficie del soporte (7). 

32. MØtodo segtn la reivindicación 29 en e1 cual las 

diajnee1ventana (18) son prior cie.]4el 

40 chip (4) y el espesor do la capa superior (7’) del soporte 

(7) es menor que el espesor del chip (4), caracterizado por 

el hecho de quo incluye una etapa de reblandecimiento del 
. .-.- .. / / 



It7 
soporte (7) a nivel de dicha ventana (18) antes y/o durante 

el hundimiento del chip (4) en el alojamiento forrnado por la 

ventana (18) de manera que la cara de dicho chip (4) que 

lieva los segmeritos (3, 31) aflore serisiblernente a la 

5 superficie del soporte (7), el espacio que rodea el chip (4) 

colocado en la ventana (18) siendo rellenado al menos en 

parte por el retroceso (17) de la materia de la capa inferior 

(711) del soporte (7) 

10 33. MØtodo ?S,  fin la reivindicaci6n 32, caracterizado POT el 

hecho de qusustancia adhesiva (16) es depositada en el 

alojamiento do por la ventana (18) antes del hundimiento / 
del chip (4) de manera que dicha sustancia (16) complete el 

rellenado del espacio que rodea el chip (4) colocado en dicho 

15 alojamiento. 

PWI 

30 

35 

34. MØtodo segn la reiv–ndicación 1, caracterizado por el 

hecho de que comprende las etapas Preliminares de 

constitución de Sun soporte (7) formado POT la superposición 

de por lo menos dos capas (7’; 711) una sobre la otra, y de 

formación de una ventana (18) en la capa inferior (7’’), la 

capa superior (71) cerrando la ventana (18), el conjunto 

electrónico siendo hundido en la capa superior (71) en frente 

de la ventana (18) de la capa inferior (711) con el 

dispositivo de colocación (6), la presiôn ejercida por dicho 

dispositivo de colocación (6) haciendo retroceder la materia 

reblandecida de la capa superior (71) en la ventana (18), los 

segmentos (3, 31) y el chip (4) del conjunto electrónico 

af loran sensiblemente a la superficie de la capa superior 

(7’). 

35. Dispositivo de colocaci6n (6) destinado a colocar en un 

soporte (7) un conjunto electrónico que incluye un chip (4) 

provisto de por lo menos un contacto (5, 51) elØctrico 

conectado a un segm 3, 31) de pista conductora, dicho 

dispositivo ando equipa con medios de posicionamiento 

de i ucci6n del conjunto electrónico en el soporte (7 y 

estand caracterizado por el hecho de que incluye una cabeza 

provista de medios de retención de por lo menos un segmento 

(3, 31) de pista conductora asI como de medios de r�etenci6n 

de un chip (4) que es recogido de manera que cada segmento 

2 



5 

10 

15 

(3, 31) de pista estØ situado en frente a sea aplicado contra 

al menos un contacto (5, 51) del chip (4) 

36. Dispositivo segün la reivindicaci6n 35, caracterizado 

par el hecho de que los medios de retenc–6ri de dicho al menos 

un segmento de pista (3, 31) estØn constituido par or.ficios 

(10, 101) de asp–raci6n de ai creanb vaci 

las caras de dicho al menos 

asi dicho segmento (3, 31) contra dicha cabeza. 

37. Dispositivo següri la reivindicaci6n 36, caracterizado 

par el hecho de que los medios de retenciôn del chip (4) 

comprenden al menos ui-i orificlo (11) de aspiración de aire 

situado en ui-ia zona central de la cabeza de dicho dispositivo 

cerca de par lo menos ui-ia extremidad de segmento de pista (3 

3’)opr los orificios (10, 101) corresporidientes. 

38. Dispositivo segi’tn la reivindicaci6n 35, caracterizado 

par el hecho de que los medios de retenciôn del chip (4) 

cIlementos acthesivos. 

39. Dispositivo segün la reivindicaci6n 35 caracterizado par 

el hecho de que la cabeza incluye .medios de soldadura de 

dicho al menos un segmento (3, 31) de pista conductora sabre 

25 al menos un contacto (5, 51) del chip (4). 

40. Objeto porttil ctandosobretodo parte de su f estructura un soporte 7 aislante en cuya materia 
es31? 

sumergido al menos un chip (4) electrónico  que( otauria 

30\ cara provista de par lo menos un contacto (5, 51), dicha cara ç7 
ç orazdo sensiblernente a la superficie del soporte (7), 

caracterizado par el ti-echo de que al menos un segmento (3, 

31) de pista conductora distinto es aplicado contra la 

superficie del soporte (7), una primera extremidad de este 

35 segmento estando conectada a un contacto (5, 51) diapuesto en 

dicha cara del chip (4) rnientras qua su segunda extremidad as 

conectada a ui-i-a extremidad de ui-ia pista conductora dispuesta 

previamerite sabre dicho soporte, dicho segmento (31 3’) de 

pista conductora sietido sensiblemente piano. 

40 

41. Objeto portÆtil segün la reivindicaci6n 40, 

caracterzado par el hecho de qua toda a parte de la 


